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»Zahnloser Tiger« — scharfe Kritik
am European Chips Act

dhrend des Halbleiterforums |

2023 der Markt&Technik ! teils kommentierte Bosenberg deut-
! lich erniichtert: »Im besten Falle hat
den European Chips Actund IPCEI : diese Entscheidung nur eine weitere
! Verzogerung zur Folge, indert aber
runde platzte das Urteil aus Karls- |
ruhe, dass 60 Mrd. Euro nicht ge- :
nutzter Corona-Kredite nichtin den

‘ : i Maschinenverordnung, NIS-2, Cyber Resilience Act
Klima- und Transformationsfonds :

Neue Rechtsakte fiir mehr Cybersicherheit

J e eher das IIoT von der Vision
erwarte zumindest keine Beschleu- |

. es Produktion, Logistik, Lieferket-
ten sowie die Beziehungen zu Kun-
den und Lieferanten priigt, je weiter i
i die IT-OT-Konvergenz fortschreitet,
! desto dringlicher wird eine umfas-
ropean Chips Act und IPCEI ME/

diskutierten die Teilnehmer iiber

ME/CT. Mitten in die Diskussions-

flieBen diirfen. Frank Bosenberg,
Geschiiftsfiihrer bei Silicon Saxony,
kommentierte in dem Moment: »Ich

nigung, sondern eine weitere Verzs-
gerung. Es gibt jetzt Kldrungsbe-
darf.« Das Bittere daran: Bereits vor
dem Karlsruher Urteil zeigte sich in
der Diskussionsrunde, dass der Eu-

CT bislang eigentlich eher zahnlose
Tiger sind, denn bereits vor dem Ur-
teil war die Kritik grof3. Nach dem

Bekanntwerden des Karlsruher Ur-

i nichts daran, dass die geplanten

Subventionen flieBen.«
Seitdem wird viel dariiber disku-
tiert, ob die Subventionen in Hhe

i in Magdeburg auf der Kippe stehen,
i mit dem gleichzeitigen Hinweis da-
rauf, dass im Falle des Falles,
{ sprich: die Subventionen werden

i von 10 Mrd. Euro fiir die Intel-Fab i gestrichen, damit

Seite 3

zur Wirklichkeit wird, je stidrker

sende Cybersecurity-Vorsorge. Weil

i die Cyber-Bedrohungen definitiv
nicht kleiner, sondern groBer wer-
i den, istauch die EU aktiv geworden :

und hat eine neue Maschinenverord-
nung verdffentlicht, die an die Stelle
der bisherigen Maschinenrichtlinie
getreten ist. Weitere Rechtsakte der
EU sind die Cybersecurity-Richtli-

i den kommt, wihrend NIS-2 darauf
abzielt, die (Volks-)Wirtschaft zu
i schiitzen, damit ein Cyberangriff
nicht zu Stromausfillen oder zum
Zusammenbruch der Trinkwasser-
nie NIS-2 (Network and Informa- :
: tion Security) und der kommende
Cyber Resilience Act. »Der Maschi- i
nenverordnung geht es darum, dass :
durch korrumpierte Daten oder bos-

versorgung fiihrt«, erldutert Ralf Ha-
bermann, Geschiftsfiihrer von TG

i alpha. »Beim Cyber Resilience Act,

der in wesentlichen Teilen auf NIS-2

referenziert, handelt es sich um die
willige Angriffe niemand zu Scha- i

weltweit erste Gesetz- Seite 3
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Sensorfizierung

Produkte einfach
intelligent machen

Ein neues, multimodales Baukastensystem aus Sensoren und
intelligenter Auswerteelektronik mit integrierter KI erméglicht eine
schnelle und effiziente Produktrealisierung, speziell fiirLife-Science,

Medizintechnik und BioTech.

Vv

VoN HANNO PLATZ,
GESCHAFTSFUHRER VON
GED GESELLSCHAFT FUR
ELEKTRONIK UND DESIGN

Bild 1:

Die Partnerschaft zwischen accensors und GED
ermdglicht es Entwicklern, hochprézise Sensoren
und innovative Mess-, Auswerte- und
Datentransferelektronik schnell und kostengiinstig
zu konfigurieren.

dCCensors
SMD Foilsensor

22

ie Karriere eines Entwicklers wird meist
D schon in jungen Jahren gepragt. Zum
Geburtstag oder zu Weihnachten gibt
es die ersten Baukésten, in denen spielerisch

das Zusammenbauen der ersten Modelle von
Gebduden oder Fahrzeugen erlernt wird,

Spater im Beruf sitzt der hoffnungsfrohe Inge-
nieur an seinem Schreibtisch und steht vor der
Herausforderung, fiir Produkte mit zunehmen-
der Komplexitdt moglichst schnell optimale
Lésungen zu finden, die insbesondere auch fiir
neue Anwendungen wie im loT mehrere ver-
schiedene Sensorelemente und Energieautar-
kie bendtigen.

CeD

SensorNode

Hier kommen die Partner accensors und GED
Gesellschaft fiir Elektronik und Design mit ihren
villig neuen Entwicklungen ins Spiel. Gemein-
sam wurde das Know-how aus der langjahrigen
Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und
ihren eigenen Erfahrungen vereint, um Entwick-
lern Baukastensysteme anzubieten, die eine In-
tegration von Sensoren und Auswerteeinheiten
mit entsprechender Energieversorgung erheb-
lich erleichtert.

Die Idee: Ahnlich wie die Hersteller der Bau-
kdsten, die unsere Kindheit geprigt haben, set-
zen accensors und GED auf ein multimodales
System. Es besteht aus einzelnen Sensoren so-
wie Elektronik- und Softwaremodulen, die sich
individuell zusammenfiigen lassen, um kun-
denspezifische Sensorsysteme und Auswerte-
einheiten zu realisieren. Das Ergebnis ist die
schnelle und kosteneffiziente Sensorintegrati-
on in Industrie-4.0-Anwendungen fiir die Ent-
wicklung von cyberphysischen Systemen (CPS)
mit einer deutlich schnelleren Time to Market
(Bild 2).

SMD-Foliensensoren
einfach aufkleben wie Sticker

...........................................................

Das sensorische Bauteil dieses Systems sind
die modernen SMD-Foliensensoren von accen-
sors. Diese Sensoren ermdglichen es, prizise
Messungen durchzufiihren, indem sie einfach
wie Sticker aufgeklebt werden. Mit einer Gro-
Be von nur 7,60 mm x 5,60 mm und einer ak-
tiven Messflache von 2,5 mm im Durchmesser
bieten sie eine bemerkenswerte Leistung auf
kleinstem Raum. Diese Sensoren sind sofort
einsatzbereit und konnen problemlos an ver-
schiedenen Kontaktierungspunkten ange-
bracht werden, um eine Vielzahl von Parame-
tern wie pH-Wert, Temperatur, chemische und
bioelektrische GroBen zu messen. Dank additiv
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Bild 2: Der Baukasten - intelligente Sensoren mit Kl on the Edgex

hergestellter Sensortechnologie ermdglicht
accensors eine einfache Massenproduktion, die
die Verfiigbarkeit und Skalierbarkeit der Sen-
soren erhoht. Die Flexibilitét dieser Sensoren
macht Messungen auch abseits von starren
PCBs maglich, was ihre Anwendbarkeit in ver-
schiedenen Branchen wie der Medizintechnik,
Biotechnologie und Lebensmittelindustrie er-
weitert.

Konfigurierbares Sensor-Modulsystem

GED ergédnzt mit dem SensorNode-Hard- und
Softwarebaukasten die Maglichkeit fir die
einfache Konfiguration eines miniaturisierten
leistungsstarken Multi-Sensorsystems. Mit
Steckmodulen, die nicht groBer als ein Stiick
Zucker sind (16 mm x 18 mm), ist der GED-
SensorNode duBerst kompakt und kann selbst
in engen Bauraumverhiltnissen eingesetzt
werden. Dank integriertem Bluetooth-Funk,
Akku sowie optionalem Energy-Harvesting
sind keine Kabel notwendig.

Neben dem Controller- und Energiemodul ste-
hen weitere Module mit MEMS-Sensoren zur
Verfligung, wie Gyro- und Beschleunigungs-
sensor, akustische und optische Sensoren,
Kraft- und Drucksensoren, die ein breites Spek-
trum an hochintegrierter Sensorfunktionen
abdecken.

Das neueste Modul misst Strom, Spannung
und Impedanz und basiert auf einem hochin-
tegrierten ASIC-Baustein. Fiir die Echtzeit-
iibertragung auch in rauer Umgebung stehen
Module mit Drahtschnittstellen fiir I°C, USB
und das neue Single-Pair-Ethernet (SPE) zur
Verfiigung. Die Module kénnen nach Bedarf
zusammengesteckt werden und konfigurieren
sich selbststindig iiber Plug and Play (Bild 3).

Der zugehdrige dritte Baustein fiir die Soft-
waremodule besteht aus der Embedded-Soft-
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ware mit einer Konfigurierbarkeit des Sensor-
Front-Ends iber die Draht- oder die
BLE-Schnittstelle. Mit der »SN-App« kdnnen
Multi-Sensorwerte sowie Alarmierungen per
Smartphone oder Tablet direkt an den Bedie-
ner {ibermittelt werden. Fiir die lokale Bedie-
nung und Datenanzeige dient die SN-Host-
Software, die auf dem PC lauft. Die
Embedded-Software des SensorNodes verfiigt
iiber eine leistungsstarke, programmierbare
Multisensor-Datenvorverarbeitung sowie zu-
schaltbare spezielle Daten-Filter. Mit diesen
innovativen Funktionen lasen sich die Daten-
mengen im Netz und auf den Servern erheblich
reduzieren. Das bietet auch eine sehr gute Ba-
sis fiir multisensorische Anwendungen fiir Pre-
dictive Maintenance.

...........................................................

»Kl on the Edgea-
Framework

...........................................................

Mit dem vierten Baukastenmodul, »AIfESk,
kénnen Funktionen fiir die kiinstliche Intelli-
genz und das Machine-Learning programmiert
werden, die lokal auf dem 32-bit-SensorNode-
Mikrocontroller laufen. Die Basis ist ein Feed-
forward Neural Network (FNN), das in nahezu
allen Parametern konfigurierbar ist und auch
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Bild 3: GED-Sensor-Host-Software zur Konfiguration
und zur Datenvisualisierung auf dem PC

tiefe Netzstrukturen erméglicht. Das neurona-
le Netz wird nur mit einer Hauptfunktion kan-
figuriert und berechnet. Regressions- und
Klassifizierungsaufgaben sind maglich. Der
Netzaufbau kann an die aktuelle technische
Aufgabe angepasst werden. AIfES steht fiir
»Artificial Intelligence for Embedded Systems«
und ist ein KI-Framework vom Fraunhofer-In-
stitut fiir Mikroelektronische Schaltungen und
Systeme IMS. Es wurde im Rahmen des BMBF-
Forschungsprojekts KiNo gemeinsam vom IMS
und GED auf den Mikrocontroller des Sensor-
Node portiert (Bild 4).

Die Partnerschaft zwischen accensors und GED
ermdglicht es Entwicklern jetzt, hochprazise
Sensoren und innovative Mess-, Auswerte-
und Datentransferelektronik schnell und kos-
tengiinstig zu konfigurieren. GED bietet Un-
terstiitzung bei der Anpassung des
SensorNodes an die kundenspezifischen An-
forderungen. Dieses Baukastensystem erdffnet
eine aufregende Zukunft fiir die Sensorimple-
mentierung, in der Kreativitat und Technologie
miteinander verschmelzen. Die Idee der Spiel-
zeug-Baukisten ist nun mit der Technologie
verbunden, um eine Welt mit intelligenteren,
sensorgestiitzten Produkten in kiirzester Zeit
zu realisieren. (ha) B
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Bild 4: Ubersicht der K.
Die Anzahl der Inputs und Outputs ist frei definierbar,

ebenso die Anzahl der Hidden Layers und der Neuronen pro Layer, und es gibt
unterschiedliche Aktivierungsfunktionen mit Zusatzparametern.
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